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Im Rahmen des EU-Horizon Projekts „SofTIE“ leistet diese Forschung einen Beitrag zur
Entwicklung nachhaltiger Verbindungsmaterialien für E-Textil-Anwendungen. Leitfähige
Klebstoffe sind für SMT-Anwendungen besonders interessant, da sie niedrige
Aushärtungstemperaturen und kurze Prozesszeiten ermöglichen. Während silber- und
kohlenstoffbasierte Systeme bereits etabliert sind, bleiben kupferbasierte Klebstoffe aufgrund
der hohen Oxidationsanfälligkeit von Kupfer eine Herausforderung. Gleichzeitig bieten sie
großes Potenzial als kostengünstige und nachhaltigere Alternative. Ziel des Projekts ist es,
die Performance, Zuverlässigkeit und Eignung kupferbasierter leitfähiger Klebstoffe für SMT-
Anwendungen systematisch zu untersuchen.

„Optimierung und Performancebewertung von Bindersystemen für kupfer-
basierte leitfähige Klebstoffe zur Realisierung zuverlässiger Interconnects in 
SMT-Anwendungen “
Forschungsprojekt:

Arbeitsort:

Im Rahmen dieser Arbeit liegt der Fokus auf der Entwicklung eines geeigneten
Bindersystems für leistungsfähige kupferbasierte leitfähige Klebstoffe in SMT-Anwendungen.
Dabei werden verschiedene Bindersysteme, Füllstoffgehalte und Dispersionseigenschaften
untersucht, um die Klebstoffperformance zu optimieren. Die Charakterisierung umfasst die
Bewertung der mechanischen Haftfestigkeit sowie der thermischen und elektrischen
Eigenschaften. Zusätzlich wird die Langzeitzuverlässigkeit der hergestellten Interconnects
unter beschleunigten Alterungsbedingungen untersucht.
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Aufgaben:
• Gute Kenntnisse im Bereich Elektronik, Nanotechnologie oder Materialwissenschaften
• Hohe Motivation, an Spitzentechnologie zu arbeiten
• Fähigkeit und Bereitschaft, sich in neue Bereiche einzuarbeiten
• Fähigkeit zur Selbständigen Arbeit in einer multinationalen Forschungsgruppe
• Fließend in Deutsch und/oder Englisch
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SEM Images of silver based conductive adhesive under different filler content [1]
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